
 Semiconductor  Equipment  Association  of Japan 装置技術ロードマップ専門委員会

組立 WG

・2008年度組立WG会議開催回数 : ４ 回

・会議内容
１）後工程全体の勉強会実施 （計・・１回 ）

後工程における各プロセス装置の理解を深めるため、各工程のユニットについて
勉強会を１回実施。今後の半導体のパッケージ動向について見識を深める。
平成１９年からの継続テーマ。平成２１年度も引き続き勉強会実施予定。

（２０年度テーマ） ＊モールド
（２１年度テーマ） ＊ＳＩＰ ＊ＴＳＶ ＊多層基板 等

（注）来年度は、今回ｽｹｼﾞｭｰﾙ合わず延期となった講演会を実施する。

２）工場見学実施
住友重機械工業（株）の横須賀事業所見学。

（主な見学製品） ＊ 造船 ＊射出成型機 ＊モールド装置
他業種の製造現場見学を行うことができ、大変に興味深いものであった。
今後の半導体製造に何らかの形で役に立てたい。

３）来期の活動計画案纏め
来年度は、キックオフがないので、来期活動案について確認
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• 「ＩＴＲS」「ＳＴＲＪ」が発表するロードマップとの整合

• 新規パッケージについて、必要となる装置の「仕様」「問題点」「その他技術的な課
題」についての情報収集とその提供の仕方

• 各工程装置におけるロードマップデータ整合方法

• 「ＩＴＲＳ」のデータ開示時期の遅れに対応したロードマップ作成手順

• ＳＥＡＪ参画による 各委員へのメリット提供

－今後の課題－－今後の課題－

－まとめ－－まとめ－

• 各メンバーで知識を深めることができた。

• 平成２１年度の活動を行う下地ができた。

• 来期、今期と同様に以下の活動を実施する。

＊ロードマップ報告書作成 ＊勉強会 ＊講演会 ＊各関係委員会の報告


